
顺德松下伺服维修ERR14报警维修

产品名称 顺德松下伺服维修ERR14报警维修

公司名称 广州腾鸣自动化控制设备有限公司

价格 100.00/台

规格参数 顺德:松下伺服维修
北滘:松下伺服维修
陈村:松下伺服维修

公司地址 广州市番禺区钟村镇屏山七亩大街3号

联系电话  15915740287

产品详情

顺德松下伺服维修中心，容桂Panasonic伺服维修，杏坛松下伺服维修，勒流Panasonic伺服维修，均安松
下伺服维修，三桂Panasonic伺服维修

佛山腾鸣自动化控制设备有限公司。

3个维修服务点

顺德腾鸣李工159---1574---0287          顺德腾鸣王工134--30252---932                    
3个维修服务点

地址1：佛山顺德碧桂园

地址2：佛山顺德凤翔办事处                                                      

 地址3：肇庆市高新区（大旺）

免出差费,高精技术,合作心态

佛山腾鸣自动化公司合理设置三个维修服务点,可为广州,广州经济技术开发区东区西区,禅城,番禺,黄埔,佛
山,南沙,中山,萝岗,新塘,永和,珠海,三水,顺德,南海,高明,肇庆,东莞,深圳,汕头,江门,清远,

汕尾等地的客户提供免费出差维修服务。广东省外的设备可快递至我司维修,提供现场检测安川伺服维修
服务（需协商差旅费用）。

维修品牌伺服:



galil运动控制卡维修、库卡KUKA伺服维修、鲍米勒伺服维修、PARKER伺服维修、施耐德伺服维修、ct
伺服维修、安川伺服驱动器维修、LUST伺服驱动器维修、三菱伺服驱动器维修、MOOG伺服驱动器维修
、力士乐伺服维修、西门子伺服驱动器维修、 YOKOGAWA伺服维修、PACIFIC
SCIENTIFIC伺服维修、FUJI伺服维修、SINAMICS伺服驱动器维修

松下驱动器维修常见故障：上电无显示，上电过电压报警，上电过电流报警，编码器故障，模块损坏，
参数错误等故障。

一、测试性是可靠性系统工程的重要一环可靠性系统工程是研究产品全寿命过程中同产品故障作斗争的
工程技术。

从可靠性工程的发展过程,可以看出客观现实条件的变化,如:设备日趋复杂、使用运行环境日益严酷、财
力与人力资源受到严格限制、可靠性技术不断发展等,导致人们在观念上产生了变化,从单纯地追求某些技
术性能目标,转向追求以寿命周期费用体现出来的综合目标,转向要求系统的效能和费用间求得合理的平衡
。

系统工程,贯穿产品研制的全过程,包括管理与控制、设计与分析、验证与评价等一系列的工程技术与管理
活动。GJB2547A中规定测试性工作项目如下:

二、测试性技术的发展及主要作用1、测试性的提出及发展

2、主要作用1)重要的设计特性:是构成武器装备质量特性的重要组成部分。与可靠性、维修性、保障性同
等重要,当提高装备可靠性难度较大或费用过高时,可通过提高测试性实现任务成功性和安全性要求。2)提
升装备使用效能:通过良好的测试性设计,可以提高装备的战备完好性,通过缩短装备的故障诊断和维修时
间,提高可用度从而提升装备使用效能。及时地发现故障(趋势),有利于采取有效的措施(维修策略确定),优
化维修计划;故障诊断隔离、定位有效,可以节省工时。F-35采用PHM技术建立了自主保障系统,预计维修
人力可以减少20～40%,保障规模缩小50%,而出动架次率提高25%。

3)节省寿命周期费用:可大大减少使用与保障阶段的费用。美国国防部统计,论证和研制阶段维修性、测试
性工作多投入1美元,LCC能够节省50～100美元。美国海军对F/A-18、F-14、A-6E和S-3A四种海军主要飞
机的200余项关键部件测试性改进使得使用和维修费用减少30%;据统计,在研制初期充分开展测试性设计,
则可降低全寿命周期费用的10%-20%。

三、基本概念1、测试性定义:产品能及时、准确地确定其状态(可工作、不可工作或性能下降),并隔离其
内部故障的一种设计特性。本质:产品的设计特性,通用质量特性之一。目标:确定状态并隔离故障——故
障诊断。要求:及时(检测)、准确(定位)。2、故障诊断指检测和隔离故障的过程。(GJB451A的定义)即:确
定产品的状态;当故障时,找出故障的原因,以便维修。

故障诊断过程:被测单元(UUT)的故障分析——FMECA等UUT状态的判据——诊断基准,故障字典测试设
备:获取UUT的状态信息(传感器、激励信号)，信息传输和处理比较判断或状态识别输出诊断结果和维修
方法。3、测试设备人工测试设备(MTE):基本上依赖人工操作并由操作人员评定测试结果的设备。自动测
试设备(ATE):自动进行功能和(或)参数测试、故障检测和故障隔离的设备，机内测试设备(BITE):设计到
产品中的用于执行参数测试、故障检测和故障隔离的设备4、测试性要求测试性要求包括:定量要求和定
性要求1)定量要求:主要包括:故障检测率(FDR)、故障隔离率(FIR)和虚警率(FAR)。2)定性要求:对测试性
的描述性要求,如功能、结构、电气划分要求、测试点布局要求、BIT要求等。1.  
在波峰焊接中由助焊剂所引发的焊接缺陷现象

⑴   虚焊

任何金属在空气环境中其表面都将受到氧或其它含氧气体等的不同程度的化学浸蚀，在自然界金属的表



面状态都不是纯净的单金属状态。因此，不管采取何种保护措施，其表面所表现的焊接性能都不会是理
想化的，仅靠金属本身的特性而不需借助其它物质的帮助(如助焊剂)达到理想化的焊接效果几乎是不可
能的。即使存在这种可能，那也是在付出了高昂的成本代价后的结果，这显然是不实现的。

金属表面状态的不良，是诱发虚焊现象的关健因素。在软钎接过程中采用了助焊剂( 液体的或气体的)后
，就可借助于助焊剂的作用来获取理想的洁净表面。被焊表面的洁净度是所用助焊剂活性的函数。60年
代初以前，我国军用电子产品生产中普遍采用松香酒精作助焊剂，由于该类助焊剂与许多金属反应的固
有化学活性弱，因而产品的虚焊现象特别严重，几乎成了一大公害。60年代初我国从原苏联引进的XX导
弹末制导雷达生产线时，苏方还专门提供了该武器系统带“秘密”级的专用助焊剂配方。国内许多军工
单位在军品生产中还宁可坚持采用活性松香助焊剂+清洗工艺，而禁用活性较弱的免清洗助焊剂，其目
的就是为了避免虚焊隐患给该武器系统可靠性带来严重的不测后果危害。

⑵   金属化孔透孔不良

当PCB和元器件可焊性均达到要求( 零交时间＜1s )时，且波峰焊接的工艺参数也合适的情况下所出现的
金属化孔透孔不良现象时，其主要影响因素应考虑为助焊剂的漫流性和活性均差所致。孔中未透入助焊
剂时也是金属化孔透孔不良的原因。因此，在使用同一种助焊剂的情况下，采用助焊剂泡沫波峰涂覆方
式时就不易发生金属化孔透孔不良现象，而采用助焊剂喷雾涂覆方式发生金属化孔透孔不良现象的概率
就要高得多。出现此现象的原因是喷雾涂覆方式易受阻挡而出现透孔性不畅所致。

⑶   桥连和拉尖

助焊剂的性能优劣对波峰焊接中桥连和拉尖等现象也有较大的影响。性能优良的助焊剂不仅具备焊接所
需要的活性，而且还具有优良的保护位于剥离区内液态钎料不被氧化的能力，这是减少PCB与钎料剥离
过程中抑制桥连和拉尖的重要措施之一，如图1所示。

在上讲中我们给出了一个讨论题：C线在焊接工号为：ZXA10-ADS2-CORZ( 010502
)时，基板上电容C415与C542、C413  与C540之间相邻间隙均为0.63mm( ＜1.27mm，属于设计不当)，用
新喷嘴开双波时在图2所示的A、B二处百分之百地发生桥连现象，而仅开第二波进行单波焊接时，反而
桥连发生率却非常小。其实问题就出在助焊剂上，主要原因不外乎是：

①   所用助焊剂在波峰焊接过程在PCB剥离区内己无保护能力；

②   经过第一波峰的冲刷PCB板面上助焊剂已所剩无几。

⑷   PCB板面洁净度不良

在波峰焊接过程中助焊剂的化学成分和喷涂量与焊后的离子残余浓度、表面绝缘电阻、洁净度不良以及
产品在未来使用过程中的可靠性等有着直接的关系。

2.    助焊剂在波峰焊接工艺中的作用

2.1   正确运用助焊剂对确保产品质量的重要意义

助焊剂是波峰焊接中不可缺少的重要材料，它对确保波峰焊接效果和产品质量都起着关键性作用。良好
的助焊剂材料及其功能的充分发挥，是提高生产效率、降低产品成本、提升产品系统可靠性的重要手段
。

1.2   助焊剂在波峰焊接中的作用

一般情况下，被焊金属和易熔的钎料合金表面均具有一层妨碍形成连接界面的薄锈膜。该锈膜是受环境



侵蚀的结果，并因环境和被焊金属的不同，而可能由氧化物、硫化物、碳化物或其它腐蚀产物组成。这
些非金属腐蚀产物的作用相当于阻挡层。因此，在钎接前必须要将其清除掉。在波峰焊接过程中，助焊
剂所起的作用概括起来主要功能如下：

⑴    除去被焊基体金属表面的锈膜

在被焊金属表面的锈膜通常不溶于任何溶液，不能象清除油脂那样将其除掉，但是这些锈膜与某些材料
发生化学反应，生成能溶于液态助焊剂的化合物。就可除去锈膜达到净化被焊金属表面的目的。这种化
学反应可以是使助焊剂与锈膜生成溶于助焊剂或助焊剂溶剂的另一种化合物，也可以是把金属锈膜还原
为纯净金属表面的化学反应。

属于第一种化学反应的助焊剂主要以松香基助焊剂为代表。纯净松香主要由松香酸和其它同分异构双萜
酸组成。用作助焊剂时，通常用酒精(异丙醇)作溶液，当在氧化了的铜表面上涂上该助焊剂并加热时，
松香酸与氧化铜化合生成松香酸铜，它易于和没有反应的松香混合在一起，从而为钎料的润湿提供了洁
净的金属表面。松香酸对氧化铜层下面的基体铜没有任何侵蚀作用。当借助于有机溶剂清除残留的助焊
剂时，松香酸铜也一起被清除掉了。

作为第二种化学反应的例子是某些具有还原性气体。例如，氢气在高温下能还原金属表面的氧化物，生
成水并恢复纯净的金属表面。其化学反应通式可表示为：

MO+ H2 = M + H2O

⑵    防止加热过程中被焊金属的二次氧化

波峰焊接时，随着温度的升高，金属表面的再氧化现象也会加剧。因此，助焊剂必须为已净化的金属表
面提供保护。即助焊剂应在整个金属表面形成一层薄膜，包住金属，使其同空气隔绝，达到在钎接的加
热过程中防止被焊金属二次氧化的作用。

⑶   降低液态钎料的表面张力

钎接区域中的助焊剂，能够以促进钎料漫流的方式影响表面能量平衡。降低液态钎料的表面张力，减小
接触角。

金属表面存在氧化层时，液态钎料往往凝聚成球状，不与金属发生润湿。氧化物对钎料润湿的这种有害
作用，是由于存在着氧化物的金属表面的张力比金属本身的表面张力要低得多的原因所致。γSF ＞γLF
是液体润湿固体的基本条件。复盖着氧化膜的固体金属表面比起无氧化膜的洁净表面，表面张力显著减
小，致使γSF ＜γLF而出现不润湿现象。

焊接中使用助焊剂可以清除钎料和被焊金属表面的氧化膜，改善了润湿。而且当液态钎料和被焊金属表
面复盖了一层助焊剂之后，它们之间的界面张力发生了变化，如图3所示。

液态钎料终止漫流时的平衡方程式为：

γSF＝γLF＋γLS COSθ

COSθ＝(γSF－γLF )/γLS

式中：

γSF － 被焊金属和助焊剂之间的界面张力；



γLF －  液态钎料和助焊剂界面上的界面张力；

γLS －  液态钎料和被焊金属之间的界面张力。

由上式可知，要提高润湿性 ( 即减小θ角)，必须增大γSF 或减小γLF 及γLS
。助焊剂的作用除了清除被焊金属表面氧化物使γSF
增大外，另一个重要作用即为减小液态间的界面张力γLF 。

⑷   传热

一般被钎接的接头部都存在不少间隙，在钎接过程中，这些间隙中的空气起着隔热的作用，从而导致传
热不良。如果这些间隙被助焊剂填充满，则可加速热量的传递，迅速达到热平衡。

⑸   促进液态钎料的漫流

经过预热后的粘状助焊剂与波峰钎料接触后，活性剧增，粘度急剧下降而在被焊金属表面形成第二次漫
流，并迅速在被焊金属表面铺展开来。助焊剂第二次漫流过程所形成的漫流作用力，附加在液态钎料上
从拖动了液态金属的漫流过程，如图4所示。

3    理想助焊剂在波峰焊接过程中的作用机理及模式

3.1  理想助焊剂的作用模式

分析整个波峰焊接的物理化学过程，助焊剂虽然参与了全过程，但是它在每一个区间所发挥的作用却是
不一样的，如图5所示。而且不同类型的助焊剂，其参与物化过程的载体也是不同的，下面我们仅以松香
型助焊剂、活性松香助焊剂和免清洗型助焊剂分别来解释其具体的物化过程。

3.2   松香助焊剂在波峰焊接过程中的作用机理

松香助焊剂的作用机理和模式的描述如图6所示。

3.3  活性松香助焊剂在波峰焊接中的作用机理与模式

松香助焊剂活性弱，对被焊金属表面洁净能力差，当被焊金属表面可焊性不大理想时，将普遍出现虚焊
、桥连等焊接缺陷。为克服上述缺陷，提高焊接质量和效率，将虚焊和桥连现象尽可能地降到最低，目
前国内军用设备中还广泛使用活性松香助焊剂的原因就在此。

活性松香助焊剂在波峰焊接中的作用机理与模式的描述如图7所示。

3.4   免清洗助焊剂在波峰焊接中的作用机理与模式

活性松香助焊剂固体含量高，波峰焊后残余物多，且残余物中可能还含有未分解完的离子性的活性物质
，若不仔细清除将遗害无穷。由于清冼中要大量使用ODS、VOC或消耗和污染水资源，对保护地球环境
不利。因此，目前在一些通用型电子产品生产中正大力推广免清洗助焊剂的应用。

免清洗助焊剂在波峰焊接中的作用机理与模式的描述如图8所示。

免清洗助焊剂的工艺温度规范比较严格，只有充分满足了其特性要求的条件下，才能充分发挥其助焊作
用。因此，供货方必须提供完整的温度应用特性。例如：比利时INTERFLUX
ELECTRONICS公司生产的IF 2005M免清洗助焊剂就给出了完整的应用温度规范值如下：



预热温度为：95℃－130℃(元件面) ；

钎料槽温度：最低为235℃，正常为250℃，最高为275℃；

PCB与熔化钎料接触时间应为4秒。

纵观现代电子设备的软钎接(手工焊、波峰焊和再流焊)中，助焊剂从头到尾都扮演了一个非常关键的角
色。通过上述对波峰焊接过程的描述，足以证明在软钎接工艺中如何强调助焊剂的重要性都是不过份的
。

4    在波峰焊接中如何评估助焊剂的能力指标

4.1  如何评价助焊剂       助焊剂性能的好坏通常是采用下述两方面的作用能力来描述：

⑴   活性：为了有效地进行软钎接，助焊剂必须通过化学反应来净化被焊金属表面，只有在充分净化后
的表面，被焊金属和熔化钎料之间才能形成有效的冶金连接，才可根除虚焊等缺陷。因此，在评价助焊
剂时活性是必须要充分关注的。

⑵   保护功能：在上述分析中可见助焊剂在波峰焊接过程中的另一个极为重要的作用是助焊剂的保护功
能。保护功能的实现在松香型助焊剂中是通过松香这一媒介来实现的，而在免清洗助焊剂中则是通过高
沸溶剂这一媒质来贯彻始终的。免清洗助焊剂中保护功能的强弱对波峰焊接的成败关系很大。而且该功
能必须通过上机运行才能考察出来。

4.2  如何理解助焊剂的腐蚀性

从化学角度看，每一种有效的助焊剂均必然在某种程度上具有腐蚀性，否则，它就不能从被焊表面清洗
掉氧化膜。我们所说的腐蚀性关注的是指在完成钎接后在装配件上残留的助焊剂及其残余物的化学危险
性，并由此而确定助焊剂的理化指标要求。

5   波峰焊接用助焊剂的特性要求及其能力的评估

5.1      供方应提供的能力指数

5.1.1   理化指标：

供方每批提交的产品均应按表 1 规定提供完整的理化分析记录。

1预热温度范围(注明是元件面或是焊接面)  (℃)

2要求的钎料槽工作温度范围  (℃)

3PCB与融熔钎料的最小接触时间  (S)

5.1.2  应用性数据

应用性数据内容见表 2 。

理化指标和应用性数据供方每批供货时均必须按表1、表2格式填单提供给使用方确认后存档，使用方认
为需要时可酌情进行抽验。

表 2   助焊剂的应用工艺数椐



5.2   使用方的动态能力试验(使用方验收试验)

使用方按特定的动态能力试验工艺规范(可由供方和用方共同协商确认)，按照供方提供的应用数据，上
机进行焊接试验，助焊剂应确保下列要求：

⑴    对金属化孔透焊性良好；

⑵    焊接缺陷率低；

⑶    焊点洁净、轮廓敷形好；

⑷    PCB板面的清洁度 ( 助焊剂残留物、颗粒物、氯化物、碳化物和白色残留物 ) 应符合        
IPC-A-610C之规定要求；

⑸    助焊剂残留物中的离子浓度应＜ (1.5-5.0)μgNaCl/cm2；

⑹    绝缘电阻值(SIR)(电导法测电阻率)应  ＞2×106Ω-cm 。

6.  助焊剂的发展趋势

IPC- CH-65B CN《清洗指导》标准主席、合明科技董事长
王琏先生在出席电子锡焊料分会年会上发表了对助焊剂发展趋势的一些见解与建议：

王琏董事长表示：随着国内外电子制造业产品升级换代和新的工艺制作方式的产生，助焊剂在国内的总
量在逐步下降和减少，与此同时，客户对助焊剂的全面技术指标和要求，有了普遍的提升，我们还需在
以下几个方面去提升助焊剂的综合指标，与国外助焊剂厂商看齐：

1.  为迎合新的材料、金属合金、焊接和被焊接物而使用的助焊剂来保障新材料的前提下，能够实现良
好、可靠的焊接；

2.  新的工艺应用技术适应性，比方说，可选择波峰焊所使用的助焊剂，与传统助焊剂在指标上要求有
所不同，也有待于我们从业人员进行提升；

3.  在环保安全上，从长远发展的趋势上看，水基型助焊剂会是将来助焊剂的终极发展方向和目标，同
时水基型助焊剂的应用又为业内同仁带来新的挑战和新的技术要求。
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